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TOKUYAMA
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KEMIALLISESTI KOVETTUVA SIDOSAINE

El ODOTUSTA - El VALOTUSTA

materiaaleille

Kaikkiin Kaikille ‘ 3 Kaikille

toimenpiteisiin tekniikoille
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TOKUYAMA UNIVERSAL BOND

m Kaikkiin suoriin ja epasuoriin tekniikoihin o

B Sopii kaytettavaksi itse-etsaus-, total-etch ja
selektiivisen Kiille-etsauksen tekniikoissa

B Yhteensopiva valokovetteisten, kemiallisesti kovettuvien
ja kaksoiskovetteisten materiaalien kanssa

m Ei valokovetusta '

m pH22

m Ei erillista primeria keramialle

B Ohut filmin paksuus 5-10 ym takaa esteettisen
lopputuloksen

m n. 250 applikaatiota / A+B

SUORA TEKNIIKKA

ElI ODOTUS

) L5

APPLIKOI SIDOSAINE ILMAPUUSTAA KEVYESTI VIE TAYTEMATERIAALI

SEKOITA TIPAT A+B

EPASUORA TEKNIIKKA

ElI ODOTUS El VALOTUS

SEMENTOI

g &
APPLIKOI SIDOSAINE ILMAPUUSTAA KEVYESTI

HAMPAALLE JA
SEMENTOIVALLE
RESTAURAATIOLLE

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND KIT ‘ TOKUYAMA UNIVERSAL
® Universal Bond A 5 ml BOND A 5ml
Universal Bond B 5 ml
m Sekoituskuppi TIL.NRO 109121
5 x kertakayttdinen
sekoituskuppi

B 25 x applikaattori TOKUYAMA UNIVERSAL

BOND B 5ml

TIL.NRO 109122

Tilaukset:
D Puh. 020 1772 300 Niittylanpolku 16
ental ijtemS info@dentalsystems.fi 00620 Helsinki
www.dentalsystemsfi

TIL.NRO 109120




